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Leiterplatte 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erhohung der BestDckungsdichte einer Lei- 
terplatte mit oberflSchenmontterbaren elektrischen Bauteilen. 

5 

Es ist bekannt, dass zur Verkleinerung von Schaltungsaufbauten oberflachenmon- 
tierbare elektrische Bauteiie {SMD - surface mounted devices) verwendet werden. 
Diese SMD-Bauteile werden dabei auf einer oder beiden Seiten einer Leiterplatte 
aufgebracht.. Ein Nachtei! der Anordnung ist, dass auf Grund der steigenden Werte 

10 der zu verarbeitenden Frequenzen die Abstande der SMD-Bauteile zu groB sind. 
Damit ist ein erheblicher Schaltungsmehraufwand verbunden urn zu grofie Signaf- 
laufzeiten zu kompensieren. Ein weiterer Nachtei! dieser Anordnung ist, dass die Be- 
stDckungsdichte der Leiterplatte nicht beliebig erhtiht werden kann. Somit sind der 
Besttickung einer Leiterplatte naturiiche Grenzen in Form der geometrischen Aus- 

15 ma&e eines SMD-Bauteils gesetzt 

Aus EP 1 139 705 A1 ist eine gattungsgemafie Leiterplatte bekannt. Die Leiterplatte 
besteht aus einem Kemsubstrat umfassend drei miteinander verpresste, eiektrisch 
leitende Substrate, welche die elektrischen Bauelemente umschiielSen, sowie aus 
20 Kontaktierungsschichten, wobei jede Kontaktierungsschicht wiederum aus mehreren 
Schichten eines Dielektrikums besteht. 

Es ist somit Aufgabe der Erfindung eine Anordnung anzugeben, mit welcher unter 
Berucksichtigung eines einfachen Aufbaus und kurzer Signalwege die Bestuckungs- 
25 dichte einer Leiterplatte mit SMD-Bautei!en erhoht werden kann. 


Diese Aufgabe wird mit der Anordnung gemafi Patentanspruch 1 gel6st. Vorteilhafte 
AusfQhrungen der Erfindung sind Gegenstand von UnteransprQchen, 
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Die Anordnung zur Erhdhung der BestQckungsdichte einer Leiterplatte mit oberfla- 
chenmontierbaren elektrischen Bauteilen umfasst erfindungsgemaS eine Leiterplatte, 
welche durch zwei gegeneinander verpresste Folien mit einem dazwischen angeord- 
neten Dieiektrikum gebildet ist, wobei mindestens eine der sich gegenQberliegenden 
Seiten der Folien mit oberflachenmontierbaren elektrischen Bauteilen bestuckt ist, 
sowie in der Leiterplatte vorhandene via holes zur Verbindung der beiden Folien, wo- 
bei jedes via hole eine direkte Verbindung der sich gegenQberliegenden Seiten der 
Folien ist. 

Mit dieser Anordnung ist eine wesentiich hdhere BestUckungsdlchte der Leiterplatte 
moglich, da SMD-Bauteile 1m Inneren der Leiterplatte angeordnet sind. AuSerdem ist 
es mit dererfindungsgemaBen Anordnung moglich, die Signalwege zwischen den 
SMD-Bauteilen zu verringem. 

Die Via holes sind Bohrungen und kOnnen insbesondere Mikrovias sein und konnen 
mittels Bohr-, Galvanisieren- oderAtzverfahren hergestellt werden. 

In einer ersten vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung sind auf den sich nicht 
gegenQberliegenden Seiten der Folien weitere SMD-Bauteile angeordnet. Dadurch 
JSsst sich die BestQckungsdichte der Leiterplatte mit SMD-Bauteilen weiter erhohen. 
Die eingesetzten Folien sind vorteilhaft Cu-ha!tig. Es sind aberselbstverstandltch 
auch andere Materialmen mit einer hohen elektrischen Leitfahigkeit einsetzbar. 

In einer zweiten vorteilhaften AusfOhrungsform weist die Leiterplatte erste Kontaktie- 
rungen auf, welche auf mindestens einer Seite der Leiterplatte ausgeftihrt sind. Mit 
diesen Kontaktierungen k6nnen z.B. elektrische Verbindungen zu anderen Leiterplat- 
ten hergestellt werden. Diese elektrische Verbindungen konnen z.B. Bondverbindun- 
gen oder Lotverbindungen zu anderen Leiterplatten oder elektrischen Bauteilen z.B. 
Mikrochips sein. 
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In einer weiteren vorteilhaften AusfQhrungsform der Erfindung weist auf mindestens 
einer Seite der Leiterplatte eine weitere Schicht eines Dielektrikums sowle eine weite- 
re Folie aufgebracht ist. 

Eine weitere vorteiihafte AusfQhrungsform ist eine Stapelung der erfindungsgemafien 
5 Leiterplatte. 

Die Erfindung wird im weiteren anhand von Zeichnungen naher eriautert. Es zeigen; 

Fig. 1 eine erste beispielhafte AusfQhrungsform einer erfindungsgemaSen Leiter- 
10 piatte mit SMD-Bauteilen, welche auf einer Seite einer Folie aufgebracht 

sind, 

Fig, 2 eine zweite beispielhafte AusfQhrungsform einer erfindungsgemaftenLeiter- 
platte mit SMD-Bauteilen, welche auf den sich zugewandten Seiten der bei- 
den Foilen aufgebracht sind, 

is Fig, 3 eine erfindungsgemaSe Leiterplatte der zweiten beispielhaften AusfQhrungs- 
foim mit Kontaktierungen, 

Fig. 4 eine weitere beispielhafte AusfOhrungsform einer erfindungsgemaiJert Leiter- 
platte mit weiteren Schichten aus Dielektrikum und Folie. 

20 Fig. 1 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine erste Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemafien Leiterplatte 1 mit SMD-Bauteilen 2, welche auf 
der Innenseite 3a einer Folie 3x,3y angebracht sind. Die SMD-Bauteile 2 sind zwi- 
schen zwei Folien 3x,3y angeordnet und in ein Dielektrikum 4 eingebettet. Die Ver- 
bindung zwischen dem SMD-Bauteil 2 und der Foiie 3x,3y ist eine Lotverbindung 5. 

25 Fig. 2 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine zweite AusfOh- 
rungsform einer erfindungsgemaiJen Leiterplatte mit SMD-Bauteilen 2, welche auf 
den innenseiten 3a,3b beider Folien angebracht sind. 
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Fig. 3 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine erfindungsge- 
mafie Leiterplatte 1 mit Kontaktierungen 6a ,6b. Dabei sirtd erste Kontaktierungen 6a 
auf den Aufienseiten 3c,3d der Folien 3x,3y vorgesehen, An diese Kontaktierungen 
6a konnen z.B. weitere Mikrochips 7 oder weitere Lotverbindungen 8 angebracht 
werden. Via holes 6b bilden eine direkte Verbindung zwischen den beiden Folien 
3x,3y. Somit durchl^uft ein Signal auf seinem Weg von einer Folie 3x zur gegenuber- ■ 
liegenden Folie 3y den kurzest moglichen Weg. Das Signal durchlauft hierbei zwi- 
schen den beide Folien 3x, 3y ein einziges via hole 6b. 

Fig. 4 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine weitere bei- 
spielhafte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Leiterplatte 1. Auf den AuSen- 
seiten 3c, 3d der verpressten Folien 3x,3y sind weitere Schichten aus Dieiektrikum 4 
und Folie 3z angebracht. Zwischen den Folien 3z und den verpressten Folien 3x,3y 
konnen zweckma&ig Kontaktierungen 6c, z,8. via holes, ausgefuhrt sein, 
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-j. 

PatentanspriJche 

1 . Anordnung zur ErhOhung der Bestuckungsdichte einer Leiterplatte (1 ) mit ober- 
5 flachenmontierbaren elektrischen Bauteiien (2), wobei die Leiterplatte (1) durch 

zwei gegeneinander verpresste Folien (3x, 3y) mit einem dazwischen angeord- 
neten Dieiektrikum <4) gebildet ist und wobei mindestens eine dersich gegenO- 
beriiegenden Seiten (3a, 3b) der Folien (3x,3y) mit oberflachenmontierbaren e- 
iektrischen Bauteiien (2) bestOckt 1st, dadurch gekennzeichnet, dass 
10 zur Verbindung der beiden Folien (3x, 3y) in der Leiterplatte (1) via holes (6b) 

vorhanden sind, wobei jedes via hole (6b) eine direkte Verbindung der sich ge- 
genuberliegenden Seiten (3a, 3b) der Folien (3x, 3y) ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass auf den sich 
nicht gegenOberliegenden Seiten (3c, 3d) der Folien (3x,3y) weitere oberfla- 

15 chenmontierbare elektrische Bauteile (2) angeordnet sind. 

3. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf mindestens einer Sette (3c, 3d) der Leiterplatte (1) eine wei- 
tere Schicht eines Dieiektrikums (4) sowie eine weitere Folie (3z) aufgebracht ■ 
ist. 

20 4. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Folien (3x,3y,3z) Cu-haltig sind. 

5. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatte (1 ) erste Kontaktierungen (6a) aufweist, welche 
auf mindestens einer Seite (3c, 3d) der Leiterplatte (1) ausgefuhrt sind. 

25 6. Anordnung nach einem der Anspruche 3-5, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen den verpressten Folien (3x,3y) und derweiteren Folie (3z) via holes 
(6c) ausgefuhrt sind. 
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7. Anordnung nach einem der vorangehenden AnsprQche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die oberflachenmontierbaren elektrischert Bauteiie (2) Wider- 
stande, Spuien oder Kondensatoren sind. 

8, Stape! mit mehreren aufeinander angeordneten Leiterplaiten (1) nach einem der 
5 vorangehenden Anspruche, 
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